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Fatima-Ezahra Indmeskine

Evaluation et qualification de la fiabilité
des composants et des procédés d’assemblages
électroniques pour applications médicales

Parcours

Apres un cycle préparatoire en Mathématiques-Physiques, j'ai intégré
|'école d'ingénieurs Phelma Grenoble-INP ou j'ai acquis des
compétences en électronique, sciences des matériaux, et physique de
semi-conducteurs. Durant ce cycle, j'ai fait un master international
recherche spécialisé en "micro et nanotechnologies pour les circuits
intégrés"”, qui est une collaboration entre Phelma, I'EPFL a Lausanne
(Suisse), et Politecnico di Torino (ltalie). Ensuite, j'ai eu l'occasion
d'étendre mes compétences en fiabilité et en plans d'expériences au
LARIS ou j'ai soutenu en 2024 ma these sur |'évaluation de la fiabilité
des composants électroniques pour les dispositifs médicaux
implantables (projet RECOME). Actuellement, je travaille en tant
qu'ingénieur de recherche au LARIS toujours dans le cadre du projet
RECOME.

Résumé

Projet RECOME: Dans le cadre du projet régional RECOME (Reliability of
Electronic COmponents for MEdical devices), |'objet de ce travail de
recherche est de définir une méthodologie permettant de qualifier un
composant électronique pour respecter un niveau de sécurité des
dispositifs médicaux. Il s’agira de définir les tests a réaliser en fonction
du type de composants et de I'application médicale.
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